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Prufungsantrag gem, § 44 PatG ist gestellt 



@ Verbindungssystem zum Kontaktieren von Bauelementen mit Finepitch-Rasterung auf Leiterplatten 

Ilk 



(§) Die Erfindung bezleht sich auf etn Verbindungssystem 
zum Kontaktieren von Bauelementen mit Finepitch-Raste- 
rung auf Leiterplatten. Hochpoiige elektronlsche Bauele- 
mente mit Pinanschlussen Im Finepitch-Raster lessen sich 
nur sehr schwer zuverlassig auf Leiterplatten Idten. Das 
Losen dieser hochpotigen Bauelemente von der Leiterplatte 
im Anderungs- und Reparaturfall, ist sehr schwierig. Zur 
Vermeldung dieser Nachteile sieht die Erfindung vor, entwe> 
der auf der Leiteiplatte elastische Kontaktstifte stumpf 
aufzuloten, die in ebenfatls stumpf aufgelotete. gefederte 
Kontaktbuchsen auf der Bauelementeunterseite einsteckbar 
sind, Oder umgakehrt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verbindungssystem zum 
Kontaktieren von Bauelementen mit Finepitch-Raste- 
rung auf Leiterplatten. 5 

Hochpolige elektronische Bauelemente mit Pinan- 
schitissen im Pinepitch-Raster lassen sich nur sehr 
scliwer zuverl&ssig auf Leiterplatten lOten. Das LOsen 
dieser hochpoligen Bauelemente von der Leiterplatte 
im Anderungs- oder Reparaturfall ist sehr schwierig. Oft lo 
wird hier die Leiterplatte und/oder das Bauelement be- 
schadigt, so daB eine Wiederverwendung nicht mehr 
moglich ist Spannungen durch thermische und mecha- 
nische Belastungen bei dem L5ten und w£Lhrend des 
Feldeinsatzes, fiihren bei hochpoligen Bauelementen in- 15 
folge der groflen Abmessungen zu Langzeitrisiken. Aus- 
f^lle sind nicht auszuschlicQen. Eine Zusatzverdrahtung 
unter derartigen Bauelementen ist nur sehr schwer 
mfiglich. Bei ein em sehr engen Raster von < 1/20 Zoll, 
ist eine derartige konventionelle Verdrahtung nicht 20 
mehr moglich. Bei Durchstecktechnik geht die gesamte 
Bauelementef lache in der Leiterplatte fiir die Leierplat- 
tenverdrahtung verloren. Als Konsequenz erhoht sich 
die Lagenzahl. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Ver- 25 
bindungssystem fiir PinanschluBbauelemente auf Lei- 
terplatten zu schaffen, das besonders fiir ein Pinraster 
von :< 1/20 Zoll geeignet ist 

Zur Losung dieser Aufgabe wird das Verbindungssy- 
stem gemaB der Erfindung derart ausgebildet, daB die 30 
Bauelemente an ihrer Unterseite Kontaktpads aufwei- 
sen, auf die elastische Kontaktstifte stumpf aufgeldtet 
sind, und daB auf AnschluBpads der mit Bauelementen 
zu bestiickenden Leiterplatte Buchsen zur Aufnahme 
der Kontaktstifte ebenfalls stumpf aufgeldtet sind. 35 

Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, daB elastische 
Kontaktstifte unmittelbar mit den Kontaktstellen der 
Layoutlage des Bauelements verbunden sind, und daB 
auf AnschluBpads der mit Bauelementen zu bestucken- 
den Leiterplatte Buchsen zur Aufnahme der AnschluB- 40 
stifte vorgesehen sind. 

Eine dritte Ausgestaltung sieht vor, daB die Bausteine 
an ihrer Unterseite Kontaktpads aufweisen, auf die 
Buchsen zur Aufnahme von elastischen Kontaktstiften 
aufgeldtet oder aufgeschweiBt sind. und daB auf den 45 
AnschluBpads der mit Bauelementen zu bestiickenden 
Leiterplatten AnschluBstifte zur Aufnahme der Buchsen 
stumpf aufgeldtet sind. 

In einer vierten Ausgestaltung ist das Verbindungssy- 
stem derart ausgebildet, daB Buchsen zur Aufnahme 50 
von Kontaktstiften tmmittelbar mit Kontaktstellen der 
Layoutlage der Bauelemente verbunden sind, und daB 
auf AnschluBpads der mit Bauelementen zu bestiicken- 
den Leiterplatten elastische Kontaktstifte stumpf aufge- 
ldtet sind. 55 

Durch die MaBnahmen nach der Erfindung wird eine 
einfache Idsbare Verbindung des Bausteins mit der Lei- 
terplatte erhalten, und eine nur minimale EinschrSUikung 
der Freiheitsgrade auf der LeiterpIattenoberflSlche er- 
reicht AuBerdem wird dadurch die Zuganglichkeit fQr 60 
weitere Bearbeitungsschritte auf der Leiterplatte er- 
reicht Das Verbindungssystem erlaubt die Realisierung 
eines minimalen VoUrasters von S 1/20 Zoll bei beliebi- 
ger FlSchenbelegung. Durch die Kombination von ela- 
stischem Basissockel (Kontaktstifte) und Federelement- es 
kontaktierung sind Rasteranpassungen vom Baustein 
und Leiterplatte mdglich, z. B. auch von Zoll in metrisch. 
Durch die Integration der Kontaktbuchsen oder der eia- 
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stischen Kontaktstifte in dem Baustein selbst, reduzie- 
ren sich die Kontaktpunkte und der Hersteliaufwand 
noch weiter. 

Die Buchsen kdnnen vorteilhafterweise in ihrem In- 
neren mit Federn versehen sein. 

Zur Ausbildung der Elastizitat der Kontaktstifte kdn- 
nen diese entweder aus elastischem Material hergestellt 
sein, Oder an ihrem befestigtem Ende eine VerjUngung 
und/oder Weichglilhzoiie aufweisen. Durch die elasti- 
sche Ausbildung der Kontaktstifte werden die Ldtstel- 
len und/oder die Bauelemente infolge thermischer und 
mechanischer Einwirkungen nur minimal belastet 

Anhand der Ausfiihrungsbeispiele nach den Fig. 1 bis 
5 wird die Erfindung nSher eriautert Es zeigen 

Fig. 1 ein Verbindungssystem mit StiftauBenkontak- 
tierung am Baustein und verjUngten Stiftabschnitten, 
sowie Buchsen auf der Leiterplatte, 

Fig. 2 ein Verbindungssystem mit StiftauBenkontak- 
tierung am Baustein mit Kontaktstiften aus elastischem 
Material und Buchsen auf der Leiterplatte, 

Fig. 3 ein Verbindungssystem mit Stiftinnenkpntak- 
tierung am Baustein und Buchsen auf der Leiterplatte, 

Fig. 4 ein Verbindungssystem mit BuchsenauBenkon- 
taktierung am Baustein und elastischen Kontaktstiften 
auf der Leiterplatte, 

Fig. 5 ein Verbindungssystem mit Buchseninnenkon- 
taktierung am Baustein und elastischen Stiften auf der 
Leiterplatte. 

In Fig. 1 ist ein Verbindungssystem eines Bauele- 
ments 1 mit einer Leiterplatte 5 dargestellt, bei dem sich 
an der Unterseite des Bauelements 1 Pads 2 befinden, 
auf die die Kontaktstifte 3 stumpf aufgeldtet sind. Die 
Elastizitat der Kontaktstifte wird durch die Verjungung 
und/oder WeichglQhzone 10 in der Nahe des befestigten 
Endes der Kontaktstifte 2 erreicht Auf der Leiterplatte 
5 sind Kontaktbuchsen 8 ebenfalls stumpf auf die Pads 4 
der Leiterplatte aufgeldtet Die Bauelemente 1 kdnnen 
so in einfacher Weise auf die Leiterplatte 5 dadurch 
aufgesteckt werden, daB die Kontaktstifte 3 an den Bau- 
elementen in die Kontaktbuchsen 8 auf der Leiterplatte 
eingesteckt werden. Ein Abstandshalter 12 sorgt fiir die 
Emhaltung einer vorgegebenen Eintauchtiefe der Stifte 
in die Buchsea Der Baustein 1 ist auf seiner Oberseite 
mit dem Kuhlkdrper 7 versehen. 

Die Anordnung nach Fig. 2 unterscheidet sich von der 
nach Fig. 1 lediglich dadurch, daB die Elastizitat der 
Kontaktstifte 10 am Bauelement 1 durch die Verwen- 
dung elastischen Materials fiir die Kontaktstifte erreicht 
wird. 

In Fig. 3 ist ein Verbindungssystem dargestellt, bei 
dem die Kontaktstifte bis zur Layoutlage 6 im Baustein 
1 hindurchgefiihrt und auf der Layoutlage selbst kon- 
taktiert werden. Die tibrige Ausgestaltung dieser An- 
ordnung ist in der gleichen Weise ausgefUhrt, wie dieje- 
nige nach den Fig. 1 und 2. 

Fig. 4 zeigt eine Ausfiihrungsform, bei der die Buch- 
sen 8 stumpf auf die Pads 9 an der Unterseite des Bau- 
elements 1 aufgeldtet sind und dafilr die Kontaktstifte 3 
sich auf der Leiterplatte 5 befinden, wo sie auf den Lei- 
terplattenpads 4 ebenfalls stumpf aufgeldtet sind. 

Eine Anordnung, bei der die Kontaktbuchsen 8 tm- 
mittelbar mit der Layoutlage 6 des Bauelements 1 kon- 
taktiert sind, und die Kontaktstifte 3 stumpf auf die Pads 
4 der Leiterplatte aufgeldtet sind, ist in Fig. 5 darge- 
stellt 

Die Buchsen enthalten in ihrem Inneren Federn, 
durch die eine enge und dauerhafte Kontaktierung mit 
den Kontaktstiften erreicht wird. 
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Patentanspruche 

1. Verbindungssystem zum Kontaktieren von Bau- 
elementen mit Finepitch-Rasterung auf Leiterplat- 
ten, dadurch gekennzeichnet, da6 die Bausteine 5 
(1) an ihrer Unterseite Kontaktpads (2) aufweisen, 
auf die elastische Kontaktstifte (3) stumpf aufgel5- 
tet sind, und daC auf AnschJuBpads (4) der mit Bau- 
elementen (1) zu bestuckenden Leiterplatte (5) 
Buchsen (8) zur Aufnahme der Kontaktstifte (3) 10 
ebenfalls stumpf aufgelotet sind. 

2. Verbindungssystem zum Kontaktieren von Bau- 
elementen mit Finepitch-Rasterung auf Leiterplat- 
ten, dadurch gekennzeichnet, daB elastische Kon- 
taktstifte (3) unmittelbar mit den Kontaktstellen (9) 15 
der Layoutlage (6) des Bauelements (1) verbunden 
sind, und daB auf AnschluBpads (4) der mit Bauele- 
menten (1) zu bestQckenden Leiterplatte (5) Buch- 
sen (8) zur Aufnahme der AnschluBstifte (3) vorge- 
sehensind 20 

3. Verbindungssystem zum Kontaktieren von Bau- 
elementen mit Finepitch-Rasterung auf Leiterplat- 
ten, dadurch gekennzeichnet, daB die Bausteine (1) 
an ihrer Unterseite Kontaktpads (2) aufweisen, auf 
die Buchsen (8) zur Aufnahme von elastischen An- 25 
schluBstiften (3) aufgelotet oder geschweiBt sind, 
und daB auf den AnschluBpads (4) der rait Bauele- 

m en ten (1) zu bestOckenden Leiterplatten (5) elasti- 
sche Kontaktstifte (3) zur Aufnahme der Buchsen 
(8) aufgelotet sind 30 

4. Verbindungssystem zum Kontaktieren von Bau- 
elementen mit Finepitch-Rasterung auf Leiterplat- 
ten, dadurch gekennzeichnet, daB Buchsen (8) zur 
Aufnahme von Kontaktstiften (3) unmittelbar mit 
Kontaktstellen (9) der Layoutlage (6) der Bauele- 35 
mente (1) verbunden sind, und daB auf AnschluB- 
pads (4) der mit Bauelementen (1) zu bestQckenden 
Leiterplatten (5) elastische Kontaktstifte stumpf 
aufgeldtet sind. 

5. Verbindungssystem zum Kontaktieren von Bau- 40 
elementen mit Finepitch-Rasterung auf Leiterplat- 
ten nach einem der vorhergehenden Patentansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Buchsen in 
ihrem Inneren mit Federn versehen sind. 

6. Verbindungssystem zum Kontaktieren von Bau- 45 
elementen mit Finepitch-Rasterung auf Leiterplat- 
ten nach einem der vorhergehenden Patentansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Kontaktstifte 
(3) an ihrem befestigten Ende eine Verjiingung 
und/oder WeichglUhzone (10) aufweisen. 50 

7. Verbindungssystem zum Kontaktieren von Bau- 
elementen mit Finepitch-Rasterung auf Leiterplat- 
ten nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Elastizitat der Stifte durch 
Verwendung elastischen Stiftmaterials erzeugt 55 
wird. 
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